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초 록 : 본 연구에서는 황산니켈, 아세트산니켈, 썰파민산니켈 등 니켈 염 종류에 따른 무전해 니켈 도금피막의 기계
적 특성을 평가하고자 하였다. 동일한 두께로 도금피막을 형성하여 내절성 시험결과 황산니켈을 사용한 무전해 니켈 
도금피막의 경우 97회, 아세트산니켈을 사용한 경우 259회, 썰파민산 니켈을 사용한 경우 467회의 굴곡 시험 후 도금
피막이 파괴되어 썰파민산니켈이 니켈염으로 사용될 경우 가장 우수한 피막을 나타내었다. 도금피막의 연신울 측정결
과 니켈염으로 황산니켈을 사용할 경우 0.28%의 연신율을 나타내었고 아세트산니켈을 사용할 경우 0.32%의 연신율을 
나타내었고 썰파민산니켈을 니켈염으로 사용한 결과 0.69%의 높은 연신율을 나타내었으며 개발한 도금액을 PCB 도금
을 위한 Cu Pattern에 도금한 경우 Cu line에 선택적으로 도금이 가능하였다.

1. 서론 

무전해 도금은 화학반응을 이용하여 금속 또는 비금속 표면에 다른 금속의 피막을 만들어 주는 방법이다. 무전해 니켈 
도금은 니켈 금속염을 도금액으로부터 소재에 석출시키는 방법으로 환원제와 니켈금속의 농도비 및 착화제, pH 완충
제, 안정제, 첨가제 등 도금액에 첨가되는 여러 화합물의 조합에 의해 다양한 도금액이 제안되어 있으며, 이러한 도금
액의 종류에 따라 도금되는 피막의 기계적, 물리적 성능이 좌우된다. 이에 본 연구에서는 도금액에 혼합되는 환원제로 
차아인산나트륨을 사용하였으며, 무전해 니켈 도금액에 혼합되는 니켈염의 종류에 따른 도금피막의 기계적 특성을 연
구하고자 하였다. 

2. 본론 

 본 연구에서는 도금액에 혼합되는 니켈염을 황산니켈, 아세트산니켈, 썰파민산니켈 등으로 변화시켜 니켈염 종류에 
따른 도금피막의 특성을 평가하고자 하였다. 도금된 피막의 도금속도 및 도금피막에 공석되는 인의 공석량을 관찰한 
결과 황산니켈을 니켈염으로 사용한 경우 13~17㎛/hr의 도금속도를 관찰할 수 있었으며 이때 피막에 공석되는 인의 
공석량은 10.2wt.%을 나타내었으며 아세트산니켈을 니켈염으로 사용하여 얻어진 도금속도는 15~20㎛/hr로 빠른 도금
속도를 나타내며 피막에 공석되는 인의 함량은 7.7wt.%였고 썰파민산니켈을 니켈염으로 사용할 경우 15~20㎛/hr의 도
금속도를 나타내었으며 피막에 공석되는 인은 7.3wt.%였다.
도금된 피막의 경도를 비커스 경도계를 이용하여 측정한 결과 황산니켈을 사용한 결과 485Hv 값을 나타내엇으며 아
세트산니켈을 사용한 결과 550Hv로 황산니켈을 사용한 결과보다 높은 경도값을 나타내었으며 썰파민산을 니켈염으로 
사용한 결과 566Hv로 황산니켈과 아세트산니켈을 니켈염으로 사용한 니켈보다 높은 경도값을 관찰할 수 있었다. 
도금된 피막의 도금두께를 동일하게 하여 MIT 굴곡 시험한 결과 황산니켈의 경우 97회의 굴곡시험 후 피막이 파괴되
었으며 아세트산니켈을 사용한 경우 259회, 썰파민산니켈을 니켈염으로 사용한 경우 467회의 굴곡시험 후 도금피막이 
파되됨을 확인할 수 있었다. 
도금된 피막의 연신율을 측정한 결과 Y사의 고연성 무전해 니켈도금피막의 경우 0.58%의 연신율을 나타내었으며 J-E
상의 무전해 니켈 도금피막의 경우 0.14%로 낮은 연신율을 나타내었으며, 본연구원에서 개발한 무전해 니켈 도금액을 
이용하였을 경우 K-1의 경우 0.28%로 Y사의 저응력 무전해 도금피막 보다 낮은 연신율을 나타내었으나 K-4의 경우 
0.69%로 높은 연신율을 나타냄을 확인할 수 있었다.
개발한 도금액을 이용하여 50㎛ pattern에 도금실험을 수행한 결과 Cu line에만 선택적으로 도금되며 space 부분에는 
도금이 되지 않음을 확인 할 수 있었고 도금된 두께를 관찰한 결과 Cu line의 top부분과 하부, 에지 부분 등 모든 부
분에서 균일한 도금두께를 얻을 수 있었다.
무전해 니켈 도금액에 니켈염의 종류를 변화시켜 도금실험을 수행한 결과 썰파민산니켈을 니켈염으로 사용할 경우 도
금피막의 특성이 우수한 것으로 판단되었다.



               Table 1. Comparison of fundamental properties of electroless Ni films. 

EN K-1

[NiSO4]

EN K-2

[Ni(CHCOO)2]

EN K-3

[ Ni(NH2SO3)2]

Deposition  rate [㎛/hr] 13~17 15~20 15~20

Co-deposition of P [wt.%] 10.2 7.7 7.3

Hardness [Hv] 100g/f 485 550 566

MIT folding endurance test [number] 97 259 467

Elongation [%] 0.28 0.32 0.69

 

Fig. 1. SEM images of electroless Ni film 

3. 결론

고연성 무전해 니켈 도금액 개발에 있어 니켈염으로 썰파민산니켈을 사용할 경우 황산니켈과 아세트산니켈을 니켈염으
로 사용할 경우보다 우수한 연신율 값을 관찰할 수 있었으며 시판중인 고연성 무전해 니켈 도금피막에 비해서도 우수한 
연신율을 나타내었다. 또한 개발된 무전해 니켈 도금액을 이용하여 PCB에 Cu pattern 위에 무전해 도금액을 이용하여 
도금실험을 수행한 결과에서도 Cu line에만 선택적으로 도금이 가능하며 도금 두께도 모든 영역에서 거의 유사한 두께
를 관찰할 수 있어 샘플의 모양에 영향을 받지 않는 우수한 피막을 얻을 수 있었다.
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